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【集成电路产业导论】 

【Introduction To Integrated Circuit Industry】 

一、基本信息 

课程代码：【2080075】 

课程学分：【2】 

面向专业：【微电子学专业】 

课程性质：【系级必修课】 

课程类型：【理论教学课】 

开课院系：机电学院电子工程系 

使用教材：主教材【微电子学概论 张兴 黄如 刘晓彦主编 北京大学出版社 第 3 版】 

       辅助教材【微电子学概论 郝跃主编 高等教育出版社 第 2 版】 

       参考教材【半导体器件导论 Donald A.Neamen 编 清华大学出版社 英文影印版】 

先修课程：【无】 

并修课程：【大学物理（1）】 

         【数字逻辑电路 2080187（3）】 

后续课程：【半导体器件物理 2080009（4）】 

         【集成电路工艺原理 2080078（4）】 

二、课程简介 

本课程是电子信息工程类专业的一门专业基础课。该门课程主要介绍了微电子学发展史、

半导体器件、制造工艺、集成电路和 SOC 电路的设计以及计算机辅助设计技术。该课程为学

生进行微电子技术研究和集成电路的开发提供了理论基础。 

三、选课建议 

本课程面向微电子学、电子科学与技术专业一年级本科生授课，要求学生了解集成电路的器

件，组成，制造工艺及基本设计方法。 

四、课程与培养学生能力的关联性 

五、课程学习目标 
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通过本课程的学习，要求学生获得微电子专业最基本的专业知识，具体要达到的知识目标

和能力目标是： 

1.掌握半导体区别于其他材料的一般特性； 

2.掌握半导体集成电路中涉及的基本概念； 

3.学会比较不同类型的晶体管之间区别； 

4.掌握集成电路封装的一般流程； 

5.掌握微电子技术发展的规律，说出其明显的发展方向。 

六、课程内容 

第 1 章 绪论 

知道集成电路的发展史； 

知道集成电路的分类； 

理解微电子学的特点。 

第 2 章 半导体物理和器件物理基础 

  掌握半导体的基本特性； 

  掌握载流子的扩散及漂移运动； 

  掌握 MOS 场效应管的结构及工作原理。 

第 3 章 大规模集成电路基础 

知道双极集成电路基础； 

掌握双极型 MOS 的基本结构及工作原理； 

掌握半导体集成电路中涉及的基本概念。 

第 4 章 集成电路制造工艺 

掌握双极型 MOS 的基本工艺； 

掌握 MOS 集成电路工艺流程。 

第 5 章 半导体材料 

   了解集成电路常用的各种器件结构的材料 

   掌握各种材料的特性及选择依据 

第 6 章 集成电路设计 

   了解集成电路的设计流程 

   掌握集成电路的常用设计方法 

第 8 章 系统芯片（SOC）设计 

    了解 SOC 设计过程 

掌握 SOC 关键技术及面临的主要问题 

第 9 章 光电子器件 

了解常用的光电子器件 

理解各种光电子器件的工作原理 

第 10 章 微机电系统 

理解微机电系统的基本概念 
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了解几种重要的 MEMS 器件以及加工工艺和发展趋势 

第 11 章 集成电路封装 

知道封装的特点； 

知道封装工艺流程。 

第 12 章 微电子技术发展的规律和趋势 

知道微电子技术发展的特点； 

理解微电子技术面临的挑战。 

七、评价方式与成绩 

 

 

 

 

 

 

撰写：张秋香                系主任：喻玲             

        

总评构成（1+X） （1） X1 X2 X3 

评价方式 考试 笔记作业 口试 调查报告 

1与 X两项所占比例% 40% 20% 10% 30% 


